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(57) Abstract 

A smart card chip including a semiconductor 
chip (4) with an operative side provided with contact 
pads (5) and projections (6) of varying heights. The 
operative side of the chip (4) is at least partially 
coated widi a layer of insulating material (7) that is 
at least as thick as die height of die tallest projecdon 
(6), said layer being shaped in such a way that the 
contact pads (5) are freely accessible, and having an 
outer surface parallel to the periphery (12) of the 
operative side of the chip (4). Said layer (7) enables 
die chip to be mounted in a caid body while remaining 
perfectly parallel diereto, this being necessary to enable 
conductive pattern screen printing at a later stage. 

(57) Abr^g^ 




La puce pour carte ^lectronique selon Tinvention compiend une mlcroplaquette de semi-conducteur (4) ayant uhe face active pourvue 
de plots de contact (5) et sur laquelle s<nit form^ des asp6rit6s (6) de diff6fentes hauteurs. Elle se caract^rise en ce que la face acdve 
de la microplaquette (4) est rev^tue au moins partiellement d'une couche de mati^re isolante (7) ayant une dpaisseur sup^rieure ou 6gale h 
la hauteur de Vasp6nt6 (6) la plus haute, cette couche 6tant confonn6e pour autoriser un libie acc^ aux plots de contact (5) et ayant une 
face exteme paraU^le h la p6riph6rie (12) de la face active de la microplaquette. Gr^ ^ la couche (7). la puce peut dtre implant^e dans 
un corps de carte en restant parfaitement parallMe k ce dernier, ce qui est essentiel pour la realisation ult^rieuie des pistes conductrices par 
s^rigraphie. 
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" Puce pour carte electronique revetue d'l me cnuche dc maticrc isolantc Ct Canc 
glectronique comportan t une telle puce" 

La prcsente invention concernc une puce pour carte electronique, comprenant une 
microplaquette dc semi-conducteur ayanl une face active pourvue de plots dc contact 
5 et sur laquelle sont fonnees' dcs aspcritds dc differentes hauteurs. 

' n est act uellcment Ires dif ficile d'implanter conven abicmen t une puce dans_un, 

corps de carte electronique en maticrc plastiquc a Taide d'un poingon. 

En cffet, en raison des differences de hauteur entrc les asperitcs formccs sur la 
face active dc la microplaquette, la puce ne reste pas parallele au corps dc carte pendant 
10 que le poin^on l*enfoncc dans ce dernier. Ainsi, la maticrc plastiquc qu'ellc rcfoulc 

pendant son enfoncement a tendance a se repandre sur les parties les plus basses de la 
face active dc la microplaquette ct a empecher, au niveau de ces parties, Tetablissement 
ultericur d'unc liaison parfaile entrc les plots dc contact ct les pistes conductrices 
deposees habituellemcni sur Ic corps de carte. 
15 La prcsente invention se propose d'apportcr une solution a ce problfeme ct, pour 

cc fairc, cUc a pour objet one puce pour carte Electronique, ayant la structure mcntionn£e 
ci-dcssus ct qui se caract6risc en ce que la face active de la microplaquette est rcvctuc 
au moins partiellcmcnt d'unc couche de maticrc isolantc ayant une epaisseur supcricurc 
ou cgalc a la hauteur de I'aspcrite la plus haute, celtc couche ctant conformce pour 
20 autoriser un librc acces aux plots de contact ct ayant une face exteme parallele a la 

peripheric dc la face active dc la micropraquette. 

La puce conforme a Finvention, lorsqu*clle iest implantee a I'aidc d'un poiiigon, 
restc parallele au corps de carte puisque la face exteme de la maticrc isolantc est 
parallele a la peripheric dc la face active ou supcricurc de la microplaquette. 
25 Les risques pour que la maticrc plastiquc rcfoulee vienne s'cpandre 

intempestivemcnt sur ccrtaincs parties de la face active dc la microplaquette sont de ce 
fait elimines, ce qui pcrmct Tetablisscment tfunc liaison parfaitc entrc les plots dc 
contact et les pistes conductrices qui sont habituellement depos6es sur le corps dc carte. 
La couche dc matiere isoiante peut se presenter sous la forme d'un cadre 
30 comportant dcs orifices dans scs parties situces a I'aplomb des plots de contact. 

En variante, clle pourrait cgalemcnt se presenter sous la forme d'un cadre entourant 
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Ics plots dc contact, cc qui cvitcrail la formation dcs orifices mcntionncs ci-dcssus. 

Scion un mode dc realisation particulicr dc HnvMiion^Ja surface periphOT 
extcmc du cadre est divisce en dciix parties relives Tune a I'autre par un palier,Ja partie 
adjacente a la microplaqucttc ayant un pourtour plus grand que celui de Pautre partie. 

La matiere plastiquc qui a etc rcfoul^e pendant Timplantatioh el qui s'£tend sur le 
palicr-s*oppose-par-Gonsequent-a Gc que-la puce sc-scpare-aGeidentenement-du-corps-d 
carte lorsque cclui~ci est soumis a des flexions rcpetces. 

Selon un autre mode de realisation dc {'invention, le cadre peut etre situe a 
rintcricur de la peripheric de la face active de la microplaqueitc. 

La matiere plastiquc qui a etc refoulee pendant Timplantation s*ctend dans ce cas 
sur la partie de la face active de la microplaqucttc qui est a Textcricur du cadre et 
s'oppose ici encore, a ce que la puce se scpare accidentellement du corps dc carte lorsque . 
celui-ci est soumis a des flexions. rep6tees. 

Avantageusemcnt, la matiere isolante est un polyimide, cette rfisinc ayaht la 
propri6t6 de former une couchc ires lisse el trcs plate aprcs polymerisation. 

Bien cntendu, la pr€scntc invention conceme 6galement Ics cartes electroniques 
dont la puce poss&de les caracteristiques exposecs ci-dessus. 

Trois modes d'execution de la presente invention seront dccrits ci-aprfes h titrc 
rfexemples nullement limitatifs en reference au dessin annexe dans lequcl : 

- la figure 1 est une vue en perspective schcmatique d'une carte electronique 
comportant une puce conforme a Tinvention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective a cchclle agrandie dc la puce dc la carte 
visible sur la figure 1 ; 

- la figure 3 est une vue en coupe schcmatique et h echelle agrandie selon la 
ligne III-III dc la figure 1 ; 

- la figure 4 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant une autre puce ; 
et . 

- la figure 5 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant encore une autre 

puce. 

. La carte electronique que Ton peut voir sur la figure 1 comprend un corps plat 1 
en matiere plastiquc, comportant deux grandes faces opposecs rectangulaires, une puce 2 
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implantee dans Tunc dcs grandcs faces du corps 1, ct dcs plages conductrices 3 se 
prolongcam sur Ja grandc face du corps 1 dans laqucUe Ja_pucc_2jesL implantee, Ics 
plaques conductrices 3 ctant dcstinees a rclier la puce 2 a un Iccteur exterieur non 
representc afin de permeltre retablisscment d'un echange de donnccs entre eux. 

La puce 2, qui est representee a echclle agrandie sur la figure 2, comprend d'une 
matiere connue-en-soirunc micropiaquette de serai=conducteur~4'do^^ active est 

pourvue de plots de contact 5 repartis en deux rangees paralleles. et d'aspcrit6s 6 
essentiellement formccs par des circuits semi-conducteurs. 

Les asperitcs 6 ont des hauteurs differentes et si la puce etait implantee i i'aide 
d'uii poiiigonj elle ne resterait pas parallele a la grande face du corps de carte 1 destince 
a la recevoir. La matiere plastique constituant le corps 1, qui serait refoulee sous la 
pression de la puce, vicndrait en cffct recouvrir Ics plots de contact 5 les plus bas et 
empecherait la realisation d'une liaison electrique satisfaisante entre ces plots de contact 
et les pistes conductrices correspondantes 3. 

Afin de remedier a cet inconvenient, une partie de la face active de la 
microplaquette 4 est revetue d'une couche de matiere isolante 7 dont Tepaisseur est au 
moins 6gale a la hauteur de Tasperite 6 la plus haute. 

Dans Texemple represents sur le dessih, la face active de la microplaquette 4 est 
cance mais rieri nc s'oppose a ce qu'elle soit rcctangulaire ou qu*cUe ait une toute autre 
forme. , 

Par aillcurs, la couche 7 se presente sous la forme d'urt cadre dont la surface 
peripherique extcrne 8 est dans le prolongement de la surface pcripherique 9 de la 
microplaquette 4. Ce cadre, dont revidement central 10 laisse apparaitre certaines 
asperites 6, est pourvu d'orifices 11 au niveau dcs plots de contact 5. 

On notera ici que la realisation dcs orifices 11 pourrait etrc evjtee si le cadre 6tait 
realise de telle sorte que sa partie centralc evidee conlienne dcs plots de contact. 

La face externe (ou superieure) de la couche 7, qui est parfaitcment plane^ est 
parallele a la peripheric 12 de la face active de la microplaquette 4. Or, comme la 
peripheric 12 est parallele a la face infericure 13 de la microplaquette, la face extemc 
de la couche 7 est done cgalement parallele a la face infericure 13. 

Ainsi, lorsqu'on utilise un poingon pour implantcr la puce 2, cclle-ci rcste parallele 



wo 5^/42109 



PCTAFR96/00030 



4 

a la face supcricure du corps do carte 1 jusqu'a cc que la face cxtcmc dc la couche 7 
vicnne dans l^plan dejadite face supcricure du corps_de_cartc. Aprcs rimplantalion de 
la puce, Ics faces cxtcmc et supcricure dc la couche 7 et du corps dc carte 1 sont done 
parfaitcmcnt coplanaires, ce qui permet de rdaliser les pistes conduclrices 3 dans Ics 
meilleures conditions, par serigraphie ou toute autre technique d^impression. 

■■ -La pucc-que-l'on-peut-voir sur-la figure-4 differe dc celle qui vient d'circ dccrit^^ 

uniqucment par Ic fait que la surface periphcriquc exteme 8 du cadre delimite par la 
couche de matiere isolanle est situce a I'intcrieur de la peripheric 12 de la face active 
de la microplaquctte 4. 

Loirs de rimplanlation de la puce 2, la matiere plastique que celle-ci refoule pour 
penetrcr dans le corps de carte 1 vient recouvrir la partie de la microplaquctte 4 qui est 
situee a rcxtcrieiir du cadre, commc represent^. 

La puce ne peut par consequent se separer du corps de carte lorsquc cclui-ci est 
soumis a des flexions rcpctecs, ce qui peut augmenter de fagon notable la duree 
d*utilisation' de la carte electronique. 

La puce visible sur la figure 5 differc des puces decrites pr£c6demment en ce que 
la surface peripherique exteme 8 du cadre est divis6e en deux parties 8a et 8b reliees 
Tune a Tautre par un palier 14, la partie 8a qui est adjacente a la microplaquctte 4 
s'etendant dans Ic prolongement de la surface peripherique 9 de cctte demiere. 

La matiere plastique qui a etc refoulee lois de Timplantation de la puce 2 s'etend 
sur la palier 14, comme reprcsentc. Ellc s'oppose done a une cventuelle extraction de la 
puce hors du corps de carte lorsque cclui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Bien entendu, la surface peripherique exicrne 8 du cadre pourrait ctre situee a 
I'interieur de la peripheric 12 de la surface active de la microplaquette 4, comme 
reprcsentc sur la figure 4, et presenter un palier 14, comme rcprescntc sur la figure 5. 

Dans les exemples de realisation decrits ci-dcssus, la matiere isolante utilisec pour 
former les couches 7 est une matiere plastique, notamment un polyimide. Cette matiere. 
plastique a en fait etc choisie pour son aptitude a confcrer aux couches 7, a Tetat 
polymerise, une face libre cxircmcment lisse et plate. 

Pour etre complet, on.prcciscra que Ics niicroplaqucttes 4 provicnnent d'une 
tranche de silicium telle que cclle que Ton utilise habituellement pour la fabrication des 
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puces, ct que la maticrc isolantc constituant Ics couches 7 est dc preference depbsec par 
photolilhographic-sur- la- tranche de silicium. aprcs-la rcalisation^des- circuits intcgrcs 
mais avant Toperation dc sciagc qui permet dc scparer les diffcrenles puces. 

Lorsque la surface peripherique exteme 8 du cadre dcs differentcs puces posscde 
un palier 14, cclui-ci pcut etre realise par usinage avant ou aprcs Toperation de sciage. 

Enfin.Wpfcascfa^u^la^ouch puces contre 

ies chocs thermiqucs que Ic poingon pourrait provoquer s'il etait chauffant, ct qu'elle les 
isolc clcctriqucmcnt vis-a-vis dcs pistes conductriccs 3 dcposces ultcricurement par 
serigraphie. 



wo 96/42109 . PCT/FR96/00030 

. 6 ■ 

REVENDICATIONS 

1. Puce pour car te_§lectronique, coj^^ 
microplaquette de semi- conduct eur (4) ayaht une face active 
pourvue de plots de contact (5) et siir laquelle sont 

5 formees des asperites (6) de differentes hauteurs, caractS- 
risee en ce que la face active de la mcroplaquette (4) est 
"revetue au moins partxel'l ement d'une couche de matiere 
isolante (7) ayant une epaisseur superieure ou egale a la 
hauteur de I'asperite (6) la plus haute, cette couche etant 
10 conformee pour autoriser un libre acces aux plots de 
contact (5) et ayant une face externe parallele Sl une face 
(13) opposee §l la face active. 

2. Puce seloh la r,evendication 1^ caracterisee en 
ce que la. couche de matiere isolante (7) se pr^sente sous 

15 la forme d'un cadre comportant des orifices (11) dans ses 
parties situees a I'aplomb des plots de contact (5) . 

3* Puce selon la revendication 1, caract§risee en 
ce que la couche de matiere isolante (7) se presente sous 
la forme d'un cadre entourant les plots de contact (5) . 
20 4. Puce selon la revendication 2 ou 3, caract§ri- 

s4e en ce que la surface periph§rique externe (8) du cadre 
est divisge en deux parties (8a, 8b) reliees I'une S 
I'autre par un palier (14), la partie (8a) adjacente k la 
microplaquette (4) ayant un pourtour plus grand que celui 
25 de 1' autre partie (8b) . 

5. Puce selon I'une quelconque des revendications 
2 a 4, caracterisee en ce que le cadre est situe a I'inte- 
rieur de la peripherie (12) de la face active de la 
. microplaquette (4) . 
30 g. Puce selon I'une quelconque des revendications 

1. S 5, caract6ris6e en ce que la mati§re isolante est un 
. polyimide. 

7. Carte electronique comportant une puce selon 
I'une quelconque des revendications pr6c§dentes . . 
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